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1. はじめに

　スマホのアプリケーションが大幅に拡大し，市場では IoT
（インターネットオブシングス）の高度化とともにさらなる
高性能，多機能でコンパクトな情報端末機器が各オフィー
スに一般業務用として普及し始めている。これに伴い，都
度，周辺の技術課題，国内外の動向・関連技術の調査と把
握を行い，大きな技術の流れの中で各メンバーが情報を共
有し次の一手をどう打つか，委員の交流の場として当委員
会が有意義に機能しているものと思う。
　今回は，委員会，研究会の活動の中でディスクリートデ
バイスから複合化機能モジュールへと展開が進んでいる電
子部品について，長らく隆盛を極めた半導体 ICと比較をし
ながら，粉末成形加工技術から厚膜積層技術，薄膜技術へ
の進展について分析し，電子部品業界の顧客ターゲットが
少しずつ変わっていることに注目してまとめてみたい。

2. 緒　言

　2016年，夏，社会現象化しつつある「ポケモン GO」
は，欧州の首都のメイン通りでも盛んに行われていたが，
既にわれわれの生活に欠かせないスマートフォン小型化対
応へ各社がしのぎを削っている。スマートフォンは体積当
たりの内部実装密度，精細さが急増し，不可欠な電池の方
式とともに記憶容量増加の需要が大いに増している。ここ
に要素技術革新の一部を示してみると，部品を搭載する基
板の回路パターンは，不要部分をエッチングして形成した
ものが必要配線部分だけに描画するセミアディティブ工法
に替わりつつあり，一方，パッケージ基板にあらかじめ加
工を施してから部品組立したものをチップにダイシングす
る前にウェファー状態でモールド封止するWLP（ウェ
ファーレベルパッケージ）が考えられる。長らく必須で
あったパッケージ基板を使用しない設計の為，組立アッセ
ンブリ工程が無くなる。こうした技術革新は，部品などの
構成部材業界にも大きなインパクトを与える可能性があ
る。電子部品にフォーカスしてこれらの進化や多様性につ
いても述べる。

3. 電子部品の進化

　2000年に入ってからの電子部品の進化についてコモン
モードフィルタ 8),9)を図 1で見てみると，コイルインダク
タ特性が重要となるコモンモードフィルタの場合，ドラム
コアへ銅ワイアを巻線して作っていた方法から 1.0 mm以
下の部品の高さを必要とし，薄膜のスパイラルによるフィ
ルタを実現し，さらに ESD用のサプレッサ特性を内蔵複合
化させた構造へと進化させている。図 2に示すバンドパス
フィルタ 8),9)も同様で，SAW（サーフェイスアコウス
ティックウェイブ）フィルタ，誘電体ブロックフィルタ，
セラミック積層のバンドパスフィルタを薄膜プロセスによ
り積層する工法で薄型を実現している。これらに関して
は，PCにおける記憶容量の急激な容量増加へ対応した図 3
に示す HDD（ハードディスクドライブ）用の磁気ヘッ
ド 8),9)と同じような流れをたどっていることがわかる。磁
気ヘッドもフェライトコア材へ巻線化したリング型ヘッド
から水平磁気記録，垂直磁気記録方式と方式に合わせて薄
膜化，高性能化を推進してきている。当然，個別アセンブ
リ製造方法から，ウェファー基板への膜形成するいわゆる
半導体と同様な真空薄膜工程の実現により，小型化，薄型
化に進化させ，さらなる記録密度の増加をめざし，熱素子
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図 1.　電子部品の進化：コモンモードフィルタ


